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專案 /研究主題

學 校 系 所： 國立成功大學 - 機械工程學系

計畫主持人：張仁宗  教授

合 作 夥 伴： 國科會

計 畫 重 點： 本計畫使用公設設計理論以實現自動化微組裝系統，依系統需求實現各子系統

之設計與整合。切換散射光源，並利用物件影像與物件造成的陰影，達到物件

與組合件之定位，本研究完成自動化組裝直徑 80μm 之圓柱與孔徑 100μm 之

組合件，其組裝之間隙比為 0.2。

效益 /特色： 1. 以公設設計理論進行微組裝系統設計，能有效、具體設計並實現出微組裝系統。

2. 微組裝系統採用功能獨立設計方案，使用最小資訊量法則，能達成最佳設計。

3. 採用切換散射光源，使組裝過程能清晰呈現物件與組合件所需之特徵。

4. 利用微物件與其陰影以及組合件之間的關係，達成圓柱與組合件孔洞之組裝。 

5. 採用高分子 PU 夾爪，能自動微調對位並避免組合過程撞擊損壞。

教授專長： 光機電整合系統與控制、微機電整合系統、自動控制系統工程

微組裝系統之設計與實現

( 圖一 ) 系統整體硬體架構圖

( 圖三 ) 不同光源判斷特徵 ( 圖四 ) 微物件組裝完成 ( 圖二 ) 自動光源調整微組裝系統操作人機介面
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光源系統

1. CCD切換區 2. CCD頻道

11. 物件品質資訊

3. CCD影像

14. 物件夾取狀態

15. CCD1物件斜率

16. 夾爪位置資訊

17. 影像與馬達比值 20. 孔洞中心

21. 物影中心

23. CCD3物件斜率

22. 物件頂端

19. 夾爪與Z軸平台初始化控制鈕

8. 總物件個數

12. 壓電資訊區

6. 緊急開關

7. 操縱器資訊

9. 合格與不合格物件數

10. 物件左端點資訊

4. CCD影像錯誤資訊回報區

5. 影像速度

13. 啟動開關，由左至右分別為：
  ●偵測物件數量開關
  ●品質偵測開關
  ●操縱器開關
  ●夾爪開關
  ●CCD3組裝開關

18. 夾取物件數


